
洗浄工程削減
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残渣レス RLF001：2.9%

無洗浄タイプ： 67.5%

大気リフロー

加熱条件：40℃/min
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大気リフロー

220℃

①

②

ピーク温度：240℃

2℃/min

急加熱でも超低残渣及び濡れ性

を実現！

特別なリフロー装置の必要がなく、

大気リフローで可能

残渣レスフラックス
Ultra-low Residue Flux

無洗浄タイプと比べ、フラックス残量を
大幅に低減し、超低残渣を実現

加熱時のフラックス揮発挙動

ボールが移動し、
隣接ボールと接合

ボールが保持、
基板上で溶融接合

ボール表面が均一、滑らかボール表面に窪み

ペースト溶融不安定で
溶融後のボール高さが不均一

ペースト溶融安定で
溶融後のボール高さが均一

プリヒートあり

プリヒート無し

はんだバンプ用 大気リフロー対応

はんだボール
保持性

完全溶融

はんだボール
高さが均一
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